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Thesen zur Wirksamkeit

® Visualisierung kann komplexe Materie besser veranschaulichen und im Rahmen von Aus- und
Weiterbildung verstandlicher machen

® \/erbindet audiovisuelle Eindricke und Informationen durch realitatsnahe Wahrnehmung mittels
computergenerierter Simulationen in Echtzeit mit konkretem Handeln (Interaktion)

® Eroffnung institutsiibergreifender Nutzungsmaoglichkeiten oder als Bestandteil von Aus- und
Weiterbildung bei kooperierenden Partnern

® VR Bildungsinhalte bzw. Module ermdglichen die Vermittlung von Wissen auch bei
Nichtvorhandensein physischer Anlagen (z.B: Integration in eine Prozesskette)

® Bietet die Moglichkeit kiinstliche Welten zu erschaffen, welche noch nicht existieren oder im
Realen nicht existieren kdnnen

® VR/AR hilft die Qualitat von Aus- und Weiterbildungsangeboten durch Interaktion und Einnahme
individueller Perspektiven zu steigern

® VR wird zuklnftig ein wichtiger Bestandteil des ,blended learnings" sein
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Thesen zur Skalierbarkeit

® VR kann in unterschiedlichen Abstraktionsebenen aufgebaut werden
® Adaption an verschiedene Qualifikationsstufen (DQR 2 — DQR 8) madglich
® \erwendung in verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmodulen und -Programmen (EQ, TQ)

® Geringe Komplexitat in Kombination mit ,spielerischem Ansatz" ermdglicht Einsatz flur Schulen
und Messen zur Berufsfindung bzw. Orientierung und erzeugt hohe Motivation/Akzeptanz

e Ubertragbarkeit auf verschiedene Lerntréger unterschiedlicher Institute
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Einleitung

® Trockenatzprozesse sind meist komplexe Fertigungsschritte in der Halbleiterproduktion

® Prozesse sind charakterisiert durch eine Vielzahl von Parametern (Druck, Temperatur, Gasspezies...)
® Eingangsparameter treten in unterschiedlichen, teils komplexen Wechselwirkungen zueinander

® Tooldesign bzw. Toolkonfigurationen haben Einfluss auf den Prozess bzw. das Prozessergebnis

® Einflisse einzelner Parameter oder Parameterkombinationen auf das Prozessergebnis kdonnen
unterschiedliche hoch sein (Sensitivitaten)



VR STS Dry Etch Tool

Bsp: Dry Etch Process

Plasma constituents

@®@sc., @cl
@ sic, @sicl’

111-V material
B GaAs

Etch subproducts
@® AsClL, @ Gacl,

Before etching

111-V material

Gas inlet

ICP
generator

Quartz window

IlI-V sample
Sample carrier

Byproduct outlet

@ CCP (bias)

generator

Etched
material

111-V material

After etching

0y,

"
\
\
Xy,
0
\

Microtec %

ACADEMY




VR STS Dry Etch Tool
Konzept: Fehlerbasiertes Lernen

18kU X118 1688xm

Fehlerbild

Konzeptbeispiel:

Konfrontation

\ 4

X23

Information

lmm 8808 42 25 SEI

Einstiegspunkt variabel

\ 4

Wertetabelle
Parameter minus 10% PoR plus 10%
Druck (mT) 45 5 5.5
TCP Leistung (W) 405 450 495
54 50 66
-1 Gas1 CH2F2 (sccm) |l 37.8 .. .42, 46.2. ..
Gas2 SF6 (sccm) I 27 30 33
Parameter minus 10°C PoR plus 10°C
Temperatur (°C) 50/50 60/60 70/70

Prozessparameter & Sensitivitat
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Fazit

® /R basierte Lerninhalte ermdglichen attraktive Angebote mit hoher Motivation

® Fehlerbasiertes Lernen erzeugt ein tieferes Verstandnis komplexer Zusammenhange

® Ermadglicht verschiedene Lernansatze (Exploration, Training, Experiment, etc...)

® Intrinsisch motiviertes Lernen mit selbst erarbeiteten Erfolgen

® Dezentralisierung des Lernortes

® Moglichkeit des selbstbestimmten Lernens und Anpassung an Zielgruppen und Lerntempo
® Sicherheit durch Virtualitat (kein Schaden an Mensch, Umwelt und Maschinen)

® Schonung von Resourcen (Reduzierung von z.B: Verbrauchsmaterial)

® Ermdglicht exakte Analyse des z.B: Lésungsweges bzw. der Problemlésung durch Aufzeichnung
und Review
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